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Abstract (en)
[origin: CA2966467A1] The invention relates to a joint filling profile for forming a joint sealing between floor panels (3, 4), with a vertical leg (6) that
projects into the joint (2) and a profile body (7) formed from a joint sealing compound (9) and situated in a joint enlargement (5), whereby the vertical
leg (6) and the profile body (7) are separated from each other by intercalating a separating material (8).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Fugenfüllungsprofil zur Ausbildung einer Fugenabdichtung zwischen Bodenplatten (3, 4), mit einem in die Fuge (2)
ragenden Vertikalschenkel (6) und einem aus einer Fugenvergussmasse (9) gebildeten und in einer Fugenverbreiterung (5) liegenden Profilkörper
(7), wobei der Vertikalschenkel (6) und der Profilkörper (7) unter Zwischenordnung eines Trennmaterials (8) voneinander separiert sind.
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